以下为施耐德客户通用说明FTF50026.因为客户在每个不同型号的制板说明里会有这样一句话：
[image: image1.png]Flat and Qualified Surface finishing , RoHS compliant taken out from FTF50026




共用部分：
1. 标记:
1) 无特殊要求时，加快捷标记，格式为：YYWW ，加批次号（如果顾客文件中有指定位置，按顾客要求即可），要求盖测试章；对于HTG材料板，需加“Tg170”；
2. 板材、叠层：
1) 板厚公差（多层板）：
    [image: image2.emf]
3. 钻孔：
1) 通孔和盲埋孔铜平均厚25um，最小孔铜20um；
2) 孔径公差：
    [image: image3.png]Hole type

Diameter tolerance
(unit=mm)
Plated through hole +/- 0.075

For components +/-0.125
insertion

Mechanical 6.35 mm
attachment (NPTH)
Indexation (tooling) +/- 0.050

Connexions (via hole) +0.10 mm / -hole diam
(hole may be plugged)

Diameter

+/-0.050





4. 线路、表面工艺：
1) 板边不允许漏铜；
2) 金手指：镍厚≥4um，金厚＞0.8um；
3) 沉金: 镍厚≥4um，≤8um；金厚≥0.05um，≤0.12um；
4) 有铅及无铅喷锡：孔内锡厚＜50um，＞1um；焊盘上锡厚＞1um，＜30um；对于＞2*2MM的焊盘，锡厚＞1.5um；
5. 过孔工艺:
1) 对于测试孔：若对于测试孔塞孔，成品孔≥0.35mm，塞孔深度＜50%，成品孔≤0.3mm，塞孔深度＜67%；
6. 阻焊、字符:
1) 如果客户对阻焊颜色没有要求，则需使用亚光阻焊油墨；当客户要求绿色阻焊时，我司理解为绿色亚光；CAM制作时以制作通知单的阻焊颜色为准制作；阻焊厚度铜面盖油最小12um，最厚50um；
2) 外形、拼板:
3) 默认外形尺寸公差：+/-0.2mm；
7. 其他:
1) 顾客不允许有打叉板；
2) 翘曲度：有SMD的板，则≤0.75%；无SMD的板，则≤1.5%；
3) 如果客户的要求中有D770000001892_W06_10x_00.pdf和A56（如附件PDF的第二页）中的过孔说明，请按附件WORD文档操作：
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4) 有CAF要求
预审部分：
1. 层间介质最小90um；层间介质＞125um时，最少使用2张PP；
2. 字符颜色无要求时，按白色字符；
CAM部分： 无
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item / Rubrique

Datas / Données | |

BASE MATERIAL
MATERIAU DE BASE

Rigid Epoxy glass FR4, UL94VO0 according to IPC Standard
Verre époxy rigide en FR4 UL94VO0 selon standard IPC :
IPC 4101/sheet 121 and possible 99, 101,124

base material caracteristics : Tg
(glass temperature) and others...
Caractéristiques matériau : Tg (gel
temperature) et autres...

130°C < Tg < 155°C (measured with DSC method)

TD(temp. Degradation) >=310°C and T260 >30mn and T288>5mn and CTE(z) <=4° from 50 to 260°C

CERTIFICATION

HOMOLOGATION

UL94-VO0 recognized (ZPMV2 list) PWB at 125°C with surfa  ce mounted devices

Circuit reconnu UL94-VO (Liste ZPMV2) a 125°C AVEC montage en surface

PCB supplier logo, UL type and date code (Year / Wee k) are marked on one external layer, according to FT ~ F50026

Le logo fournisseur, le type UL et datecode (Année/Semaine) sont marqués sur I'une des faces externes, selon la FTF50026

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

standard layer stackorder according standard SE :A3 9,A37,A41,A33,A43,A00(bot),A01,..,A31(top),A44,A34, A42,A38,A40

/ Ordre des couches standard SE :A39,A37,A41,A33,A43,A00(bot),A01,..,A31(top),A44,A34,A42,A38,A40

PCB Total THICKNESS

EPAISSEUR DU CIRCUIT IMPRIME

1.60 mm standard method : thickness measured on dielectric base material with Cu and solder mask

mesure standard : sur stratifié isolant de base avec Cuivre et solder mask

tolerance: + - 0,20 mm as per PCB general specification

selon spec générale PCB

EXTERNAL LAYERS -
COPPER THICKNESS

COUCHES EXTERNES-
EPAISSEUR CUIVRE

Finished total Cu over surface >38,4pm

INTERNAL LAYERS -
COPPER THICKNESS
COUCHES INTERNES-
EPAISSEUR CUIVRE

Base Cu =17,5um(1/20z) specified base copper thickness / inner layers

Epaisseur imposée pour le cuivre de base(couches internes)

THICKNESS OF ISOLATING
MATERIAL between conductive

between conductive layers

EPAISSEUR D'ISOLANT

entre couches conductrices

100 um minimum insulation dielectric thickness between eve ry conductive layer

épaisseur minimum d'isolant entre couches conductrices

um
Copper 38
Prepreg 250 >=250
Copper 15
Core 1000
Copper 15
Prepreg 250 >=250
Copper 38
15 15 mini 50 maxi
1636

SURFACE FINISHING

except on golden edge fingers

FINITION DE SURFACE , hors fichiers
dorés

Flat and Qualified Surface finishing , RoHS compliant : ENIG (electroless NiAu) -defined in FTF50026

Finition métallique plane et sélective Qualifiée : NiAu chimique (compatible RoHS) -définie dans FTF50026

GOLDEN EDGE FINGER

FINITION du FICHIER DORE

not applicable

non utilisé

PEELABLE FILM
VERNIS PELABLE

not applicable

non utilisé

CARBON INK LAYER
DEPOT ENCRE CARBONE

not applicable

non utilisé

PCB COM Can Fusion
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item / Rubrique

Datas / Données

COMPONENT LEGEND MARKING

MARQUAGE COMPOSANTS

not applicable

non utilisé

SOLDER MASK COATING

Qualified wet photoimageable coating, green mate co

lor

VIAHOLE PLUGGING

plugged via holes on both sides

Harsh Via plugging - Standard Vias — Pad size Top side = Pad size Bottom side

1L

1 -Vias are plugged on copper

2 -Vias are full plugged

3 - Solder mask recover plugging resin

4 — Solder Mask recover plugging resin on two sides — maximum Thickness is 50pym measured on copper

DESIGN PARAMETERS

PARAMETRES DE DESSIN

Minimum pitch between SMD pads
/ Pas minimum entre plages d'accueil

On external layers, minimal width and space of

on internal layers, minimal width and space of

for via holes,smallest nominal diameter after p

Numbers of layers / Nombre de couches :

conductors

/ en couches externes, largeur et espace minimum des conducteurs

conductors

| en couches internes, largeur et espace minimum des conducteurs

lating .

/ vias:@ nominal fini du plus petit trou métallisé

Sides with SMD ( Nombre de faces avec des CMS)

4

125um/125pm (5"/5")

200um/200pm (8"/8")

0.35mm (14")

0.50mm (20")

ELECTRICAL SPECIFICATION
SPECIFICATION ELECTRIQUE

Not Applicable
Non Utilisé

Electrical test, Test électrique :

Other electrical specification/autre spécification

Controled impedance , Impédance controlée :

électrique :

N/A non utilisée

standard Electrical Test, 100% of nets in continuity and clearance, on 2 sides simultaneously.
test électrique standard ,sur 100% des nets en continuité et isolement, sur les 2 faces

Specific marking or Identification

Marquage et Identification spécifique

no specific requirement

pas de besoin spécifique

PCB GENERAL SPECIFICATION

SPECIFICATION GENERALE PCB

SCHNEIDER general specification are :FTF50026(PCB gener

al)

Spécification générale SCHNEIDER références FTF50026(general PCB )

ENVIRONMENTAL CONCERNS

ENVIRONNEMENT

final PCB must be RoHS compliant (european regulation

), without any Hg, Cd, Cr6, PBB, PBDE, Pb /

PCB fini doit respecter la législation RoHS (directive européenne) : absence de Hg, Cd, Cr6, PBB, PBDE, Pb

PCB COM Can Fusion
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		Pad size Top（顶层焊盘大小）

		Pad size Bottom（底层焊盘大小）

		Solder Mask Top（顶层阻焊开窗）

		Solder Mask Bottom（底层阻焊开窗）

		Follow gerber（是否按文件制作）

		Follow spec 770000001892_W06_10x 

or request included in A56 PCB Spec

		Plugging

		Particular request



		Standard Via(普通过孔)

		Small（小焊盘）

		Small（小焊盘）

		Closed

No aperture（顶层盖油）

		Closed

No aperture（底层盖油）

		Yes（是）

		Yes（是）

		Vias are full plugged two side 

and 

full filled with solder mask inside hole（双面阻焊塞孔制作）

		12/60µm maximum for solder mask thickness measured on via copper pad（塞孔后钻孔上方阻焊厚度12-60um）



		Standard Via(普通过孔)



		Small（小焊盘）

		Small（小焊盘）

		Opened（顶层开窗）

		Opened（底层开窗）

		Yes（是）

		No（否）

		No plugging（不塞孔）

		No（不塞孔）



		Test Via（测试过孔）

		Small（小焊盘）

		Big（大焊盘）

		Closed    No aperture（顶层盖油）

		Opened（底层开窗）

		No（否）

		Yes（是）

		Vias are plugged on Top side with solder mask 


(gold circle on small pad top side allowed)（按阻焊半塞孔制作，盖油面允许有金圈）

		12/60µm maximum for solder mask thickness measured on Top side via copper pad

Maximum thickness of plugging inside hole is 70% of PCB thickness（塞孔面塞孔后钻孔上方阻焊厚度12-60um，半塞孔深度按30%-70%）



		Test Via（测试过孔）

		Big（大焊盘）

		Small（小焊盘）

		Opened（顶层开窗）

		Closed    No aperture（底层盖油）

		No（否）

		Yes（是）

		Vias are plugged on Bottom side with solder mask 


(gold circle on small pad Bottom side allowed) （按阻焊半塞孔制作，盖油面允许有金圈）

		12/60µm maximum for solder mask thickness measured on Bottom side via copper pad


Maximum thickness of plugging inside hole is 70% of PCB thickness（塞孔面塞孔后钻孔上方阻焊厚度12-60um，半塞孔深度按30%-70%）
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Harsh Via plugging - Standard Vias — Fad size Top side = Pad size Bottom side

AL

1 -Vias are plugged on copper 2 -Vias are full plugged 3 - Solder mask recover plugging resin

___________ S aa——

4 — Solder Mask recover plugging resin on two sides — maximum Thickness is S0pym measured on copper
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